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二、说明、目录、图表目录

         集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。说它同时

处在这两种位置都有很充分的根据。从电子元器件（如晶体管）的密度这个角度上来说，IC

代表了电子学的尖端。但是IC又是一个起始点，是一种基本结构单元，是组成我们生活中大

多数电子系统的基础。同样，IC不仅仅是单块芯片或者基本电子结构，IC的种类千差万别（

模拟电路、数字电路、射频电路、传感器等），因而对于封装的需求和要求也各不相同。本

文对IC封装技术做了全面的回顾，以粗线条的方式介绍了制造这些不可缺少的封装结构时用

到的各种材料和工艺。
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